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【手続補正書】
【提出日】平成30年3月28日(2018.3.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　製造物品であって、
　ポリエステル修飾ポリウレタンを含む伸縮性基材と；
　複数のアニーリングされた銀ナノ粒子およびポリエステル修飾ポリウレタンを含み、基
材の上に配置される伸縮性導電性膜であって、ポリエステル修飾ポリウレタンが導電性膜
全体に分布する伸縮性導電性膜とを含み、
　導電性膜は、
　ヘキサデカンを含む有機溶媒混合物内に複数の有機アミン銀ナノ粒子を分散させて銀ナ
ノ粒子インク組成物を生成し、
　銀ナノ粒子インク組成物の層を伸縮性基材の表面に堆積させ、その際に、溶媒が基材の
少なくとも一部分を溶解し、
　堆積した層をアニーリングすることで、基材の少なくとも一部が導電性膜に組み込まれ
ることによって生成され、
　導電性膜が、アニーリングされたままの形状の導電性膜に関連する第１の導電性を有し
、
　この膜が、アニーリングされたままの形状を超える少なくとも一方向に伸ばされたとき
に、第１の導電性より大きい第２の導電性を有する、製造物品。
【請求項２】
　伸縮性導電性膜は、その元々の形状の少なくとも５％分を少なくとも一方向に伸ばすこ
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とができる、請求項１に記載の製造物品。
【請求項３】
　基材は、電子機器の一部である、請求項１に記載の製造物品。
【請求項４】
　溶媒は、デカリンおよびトルエンをさらに含む、請求項１に記載の製造物品。
【請求項５】
　溶媒は、デカリンおよび１，２，４－トリメチルベンゼンをさらに含む、請求項１に記
載の製造物品。
【請求項６】
　製造物品を製造するためのプロセスであって、
　ヘキサデカンを含む有機溶媒混合物内に有機アミンで安定化された銀ナノ粒子を分散さ
せて銀ナノ粒子インク組成物を生成し、
　複数のアニーリングされた銀ナノ粒子およびポリエステル修飾ポリウレタンを含む伸縮
性導電性膜であって、ポリエステル修飾ポリウレタンが導電性膜全体に分布する伸縮性導
電性膜を生成することを含み、
　導電性膜は、
　ポリエステル修飾ポリウレタンを含む基材表面に銀ナノ粒子インク組成物の層を堆積さ
せ、その際に、銀ナノ粒子インク組成物の溶媒が基材表面の少なくとも一部分を溶解して
、導電性膜全体に分布するポリエステル修飾ポリウレタンを生成し、
　堆積した層をアニーリングして、アニーリングされた銀ナノ粒子を生成することによっ
て形成されて、アニーリングされたままの形状、およびアニーリングされたままの形状に
関連する第１の導電性を有し、
　さらに、
　伸縮性導電性膜を伸ばして、第１の導電性より大きい第２の導電性を導電性膜に付与す
ることを含む、プロセス。
【請求項７】
　第１の導電性が約５，０００Ｓ／ｃｍを超える大きさである、請求項６に記載のプロセ
ス。
【請求項８】
　伸縮性導電性膜は、アニーリングされたままの形状の少なくとも５％分を少なくとも一
方向に伸ばすことができる、請求項６に記載のプロセス。
【請求項９】
　溶媒は、約３０°から約６０°の範囲の温度において基材表面を攻撃する溶媒を含む、
請求項６に記載のプロセス。
【請求項１０】
　溶媒は、デカリンおよびトルエンをさらに含む、請求項６に記載のプロセス。
【請求項１１】
　溶媒は、約４０重量％から約６０重量％のインクを含む、請求項６に記載のプロセス。
【請求項１２】
　第１の導電性が約１０，０００Ｓ／ｃｍより大きい、請求項６に記載のプロセス。
【請求項１３】
　第１の導電性が約５，０００Ｓ／ｃｍより大きく、第２の導電性が約５，０００Ｓ／ｃ
ｍより大きい、請求項６に記載のプロセス。
【請求項１４】
　製造物品であって、
　ポリエステル修飾ポリウレタン表面と、ポリエステル修飾ポリウレタン表面上に堆積さ
れた伸縮性導電性膜であって、複数のアニーリングされた導電性金属ナノ粒子、および導
電性膜全体に分布するポリエステル修飾ポリウレタンを含む伸縮性導電性膜とを含み、
　導電性膜は、
　ヘキサデカンを含む有機溶媒混合物内に複数の安定化されたナノ粒子を分散させて、イ
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ンク組成物を形成し、
　形成されたインク組成物の層をポリエステル修飾ポリウレタン表面上に堆積させ、その
際に、溶媒がポリエステル修飾ポリウレタン表面の少なくとも一部を溶解し、
　堆積した層をアニーリングして、
　ポリエステル修飾ポリウレタン表面の少なくとも一部が導電性膜に組み込まれることで
形成され、
　導電性膜は、アニーリングされたままの形状の伸縮性導電性膜に関連する第１の導電性
を有し、
　この導電性膜は、アニーリングされたままの形状を超える少なくとも一方向に伸ばされ
たときに、第１の導電性より大きい第２の導電性を有する、製造物品。
【請求項１５】
　金属ナノ粒子が、銀ナノ粒子を含む、請求項１４に記載の製造物品。
【請求項１６】
　金属ナノ粒子は、Ａｇ、Ａｌ、Ａｕ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ｃｕ、Ｃｏ、Ｃｒ、Ｉｎ、Ａｇ－Ｃ
ｕ、Ｃｕ－ＡｕおよびＮｉナノ粒子からなる群から選択される１つ以上を含む、請求項１
４に記載の製造物品。
【請求項１７】
　伸縮性導電性膜が堆積されるポリエステル修飾ポリウレタン表面は、折り畳み可能な表
面、伸縮性表面、またはねじることが可能な表面を含む、請求項１４に記載の製造物品。
【請求項１８】
　導電性膜とポリエステル修飾ポリウレタン表面との間の接着力は、導電性膜自体の凝集
力よりも大きい、請求項１４に記載の製造物品。
【請求項１９】
　製造物品は電子機器である、請求項１４に記載の製造物品。
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